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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

樹脂へナノインプリント加工するために、試作コインランドリの設備を利用してSi
モールド作製の検討を実施した。

実験
Experimental

2cm角にカットしたシリコンウエハにポジ型レジストまたはネガ型レジストをスピ
ンコーターで塗布しレジスト層を形成。レジストはエリオニクスELS-G125Sを用い
てEB露光し、各種現像液にて現像、スピン乾燥した。続いてヤマト科学PDC210で
クリーニングし、住友精密MUC-21でエッチングしフッ酸処理でレジスト剥離した。
その後、住友ベークライトに持ち帰り、SEMを用いて表面及び断面の観察を実施し
た。

結果と考察
Results and Discussion

はじめにポジ型レジストを用いた加工検討を実施し、標準条件にてレジスト膜形成、
EB露光、現像しエッチングを行った結果エッチング条件(スモールスキャロップ)10
サイクルで約1.2 μm、20サイクルで約2.4 μmエッチングできていることを確認
した。しかし、本手法ではウエハ面に対して凹形状が形成される。そこで、次にネ
ガ型レジストを用いた加工検討を実施した。ネガ型レジストでは近接効果のためEB
露光条件はポジ型レジスト同等だがパターン間にレジスト残渣が残りやすくエッチ
ングを阻害することがわかった。そのため、現像条件の検討を実施し残渣の低減及
び、エッチングによるパターン形成を確認した(Figure1 )。
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Figure 1. Siウエハ表面SEM画像
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